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(57) Hauptanspruch: Integral ausgebildete hocheffiziente
mehrschichtige lichtemittierende Vorrichtung, aufweisend:
einen Hitzeabfuhrsitz (1), der eine Kammer (11), die einen
Aufnahmeraum hat und die an einer Oberseite des Hitzeab-
fuhrsitzes (1) ausgebildet ist, und eine Nut (111) aufweist,
die in einem Boden der Kammer (11) ausgebildet ist und die
zwei geneigte innere Seitenwände (1111) aufweist, so dass
Licht mittels der zwei geneigten inneren Seitenwände (1111)
aus der Kammer (11) heraus reflektiert wird, wobei der Hit-
zeabfuhrsitz (1) mindestens ein durchgehendes Loch (15)
hat, das longitudinal darin ausgebildet ist;
eine Mehrzahl von lichtemittierenden Chips (3), die in der
Nut (11) angeordnet sind, wobei die lichtemittierenden Chips
(3) voneinander beabstandet angeordnet sind und die lichte-
mittierenden Chips (3) mittels Drahtbondens unter Verwen-
dung von Metalldrähten elektrisch miteinander verbunden
sind; und
einen Leiterrahmen (5), der in dem mindestens einen durch-
gehenden Loch (15) angeordnet ist, wobei ein oberer und
ein unterer Abschnitt des mindestens einen durchgehenden
Lochs (15) mittels...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine lichte-
mittierende Vorrichtung und mehr ins Besondere ei-
ne integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichti-
ge lichtemittierende Vorrichtung, bei der die Helligkeit
und die Gleichmäßigkeit der Lichtabgabe (beispiels-
weise der Lichtverteilung, beispielsweise der Licht-
stärkeverteilung) verbessert werden und die Mengen
an Leuchtstoff und Silikon reduziert sind.

2. Stand der Technik

[0002] Die Lichtemissionstheorie von LEDs, welche
unterschiedlich ist zu der Theorie der elektrischen
Entladung, der Hitze und der Lichtemission von Glüh-
lampen, nutzt einen Vorteil von intrinsischen Eigen-
schaften von Halbleitern. Da Licht emittiert wird, wenn
elektrischer Strom vorwärts über den PN-übergang
eines Halbleiters fließt, wird die LED auch als kaltes
Licht bezeichnet. Die LED hat die Vorteile einer ho-
hen Haltbarkeit, einer langen Lebensdauer, eines ge-
ringen Gewichts, eines geringen Energieverbrauchs
und ist frei von giftigen Substanzen wie Quecksil-
ber und kann daher weitverbreitet in der Industrie
der lichtemittierenden Vorrichtung verwendet werden
und LEDs sind häufig in Anordnungen angeordnet
und werden in elektrischen Werbetafeln oder Ver-
kehrsschildern verwendet.

[0003] Herkömmlicherweise wird eine Phosphor-
schicht auf der lichtemittierenden Oberfläche aus-
gebildet. Normalerweise wird eine Lösung, die den
Leuchtstoff enthält, auf die lichtemittierende Oberflä-
che gefüllt, auf dieser abgeschieden oder die lichte-
mittierende Oberfläche wird mit der Lösung beschich-
tet. Die Leuchtstoffschicht ist in der Lage, zumindest
einen Teil eines ersten farbigen Lichts, das von dem
lichtemittierenden Chip emittiert wird, zu absorbieren
und nachfolgend ein zweites farbiges Licht zu emit-
tieren, und das erste farbige Licht und das zweite far-
bige Licht werden in der Phosphorschicht miteinan-
der vermischt, um die gewünschte Lichtfarbe zu er-
zeugen.

[0004] Fig. 1 ist eine Schnittdarstellung, die eine Ge-
häusestruktur einer anordnungsartigen mehrschich-
tigen LED gemäß dem Stand der Technik zeigt. Be-
zugnehmend auf Fig. 1 weist die anordnungsartige
mehrschichtige LED-Gehäusestruktur ein Substrat
10a, eine Mehrzahl von LED-Chips (beispielsweise
LED-Dies) 18a, eine Gehäusemodul 12a, einen Lei-
terrahmen 14a und eine Maske 16a auf, wobei das
Substrat 10a auf der Unterseite der Gehäusestruktur
angeordnet ist und das Gehäusemodul 12a zum Ein-
kapseln des Substrats 10a und des Leiterrahmens

14a verwendet wird. Die LED-Chips 18a wurden in
einer Anordnung auf dem Substrat 10a angeordnet.
Das Substrat 10a ist aus Metall gebildet. Die LED-
Chips 18a und der Leiterrahmen 14a sind elektrisch
miteinander kontaktiert. Die Maske 16a bedeckt das
Gehäusemodul 12a. Eine isolierende Schutzschicht
20a bedeckt die LED-Chips 18a. Eine Leuchtstoff-
schicht 22a ist auf der isolierenden Schutzschicht 20a
ausgebildet.

[0005] Jedoch, um die Helligkeit der herkömmlichen
LED-Gehäusestruktur zu erhöhen, sollte zum Anord-
nen einer Mehrzahl von LED-Chips in dem Gehäuse-
modul 12a ausreichend Platz gelassen werden. Um
die Phosphorschicht 22a und die isolierende Schutz-
schicht 20a zum Abdecken der LED-Chips 18a aus-
zubilden, werden große Mengen von Leuchtstoff und
Silikon benötigt und dadurch werden die Materialkos-
ten stark erhöht.

[0006] Darüber hinaus werden die LED-Chips 18a
häufig in einer Anordnung angeordnet und dadurch
trifft das Licht, das von den LED-Chips 18a, die
in unterschiedlichen Reihen angeordnet sind, auf
die innere Seitenwand des Gehäusemoduls 12a in
unterschiedlichen Winkeln, so dass das reflektierte
Licht einander kreuzt, wodurch die Gleichmäßigkeit
der Lichtabgabe (beispielsweise einer Lichtvertei-
lung, beispielsweise einer Lichtstärkeverteilung) ge-
ring ist. Dementsprechend ist es wünschenswert, ei-
ne integral ausgebildete hocheffiziente mehrschich-
tige lichtemittierende Vorrichtung bereitzustellen, die
in der Lage ist, die Problems zu lösen, die bei der
herkömmlichen LED-Gehäusestruktur bestehen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, eine integral ausgebildete hocheffiziente mehr-
schichtige lichtemittierende Vorrichtung bereitzustel-
len. Die integral ausgebildete hocheffiziente mehr-
schichtige lichtemittierende Vorrichtung weist auf: ei-
nen Hitzeabfuhrsitz (beispielsweise einen Träger-
und Kühlkörper), der eine Kammer, die einen Aufnah-
meraum hat und die auf einer Oberseite des Hitze-
abfuhrsitzes ausgebildet ist, und eine Nut aufweist,
die an einem Boden der Kammer ausgebildet ist, wo-
bei die Nut zwei geneigte innere Seitenwände derart
aufweist, dass das Licht von den zwei geneigten in-
neren Seitenwänden aus der Kammer heraus reflek-
tiert wird, und wobei der Hitzeabfuhrsitz mindestens
ein durchgehendes Loch hat, das longitudinal dar-
in ausgebildet ist; eine Mehrzahl von lichtemittieren-
den Chips (beispielswiese Dies), die in der Nut ange-
ordnet sind, wobei die lichtemittierenden Chips von-
einander beabstandet angeordnet sind und mittels
Drahtbondens unter Verwendung von Metalldrähten
elektrisch miteinander verbunden sind; und einen Lei-
terrahmen, der in dem mindestens einen durchge-
henden Loch angeordnet ist, wobei ein oberer und ein
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unterer Abschnitt des mindestens einen durchgehen-
den Lochs mittels einer Dichtung derart abgedichtet
sind, dass der Leiterrahmen in dem mindestens ei-
nen Loch festgelegt (beispielsweise fixiert) ist, wobei
der Leiterrahmen zwei leitfähige Stäbe und eine Hül-
se aufweist, wobei die leitfähigen Stäbe in der Hülse
angeordnet sind, wobei zwei Enden jedes leitfähigen
Stabs aus der Hülse hervorstehen, wobei die leitfähi-
gen Stäbe elektrisch mit den lichtemittierenden Chips
mittels Drahtbondens unter Verwendung von Metall-
drähten verbunden sind.

[0008] Eine Phosphorschicht und eine Silikon-
schutzschicht sind in der Nut ausgebildet. Die Nut ist
sehr fein (beispielsweise sehr dünn, schmal und/oder
flach), so dass nur sehr geringe Mengen an Leucht-
stoff und Silikon zum Füllen der Nut und zum Bede-
cken der lichtemittierenden Chips verwendet werden,
wodurch die Materialkosten und die Herstellungskos-
ten stark reduziert werden.

[0009] Darüber hinaus, wenn das gesamte Licht, das
von den lichtemittierenden Chips, die in der Nut ange-
ordnet sind, emittiert wird, von den beiden geneigten
inneren Seitenwänden in im Wesentlichen dem glei-
chen Winkel reflektiert wird, wird die Gleichmäßigkeit
der Lichtabgabe (beispielsweise der Lichtverteilung,
beispielsweise der Lichtstärkeverteilung) verbessert.
Deshalb werden bei der vorliegenden Erfindung die
Gleichmäßigkeit der Lichtabgabe verbessert und die
Mengen an Leuchtstoff und Silikon, die verwendet
werden, reduziert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Die vorliegende Erfindung wird den Fach-
männern auf diesem Gebiet beim Lesen der fol-
genden detaillierten Beschreibung einer bevorzugten
Ausführungsform derselben mit Bezug zu den beige-
fügten Zeichnungen offensichtlich. In den Zeichnun-
gen zeigen:

[0011] Fig. 1 eine Schnittdarstellung, die eine Ge-
häusestruktur einer anordnungsartigen mehrschichti-
gen LED gemäß dem Stand der Technik zeigt;

[0012] Fig. 2 eine schematische perspektivische An-
sicht, die eine integral ausgebildete hocheffiziente
lichtemittierende Vorrichtung einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0013] Fig. 3 eine Schnittdarstellung des Hitzeab-
fuhrsitzes der ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

[0014] Fig. 4 eine Schnittdarstellung des Hitzeab-
fuhrsitzes und des Leiterrahmens der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0015] Fig. 5 eine schematische Ansicht, die die inte-
gral ausgebildete hocheffiziente mehrschichtige lich-
temittierende Vorrichtung, die ferner eine Phosphor-
schicht und eine Silikonschutzschicht aufweist, ge-
mäß der ersten Ausführungsform der vorlegenden
Erfindung zeigt;

[0016] Fig. 6 eine schematische Ansicht, die eine
integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichtige
lichtemittierende Vorrichtung gemäß einer zweiten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0017] Fig. 7 eine schematische Ansicht, die ei-
ne integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichti-
ge lichtemittierende Vorrichtung gemäß einer dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0018] Fig. 8 eine Seitenansicht der Fig. 7; und

[0019] Fig. 9 eine schematische Ansicht, die eine
integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichtige
lichtemittierenden Vorrichtung gemäß einer vierten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Die beigefügten Zeichnungen sind einge-
schlossen, um ein weiteres Verständnis der Erfin-
dung bereitzustellen und sind in dieser Beschreibung
aufgenommen und stellen einen Teil derselben dar.
Die Zeichnungen zeigen Ausführungsformen der Er-
findung und dienen zusammen mit der Beschreibung
dazu, die vorliegende Erfindung zu erläutern.

[0021] Fig. 2 ist eine schematische perspektivische
Ansicht, die eine integral ausgebildete hocheffizien-
te mehrschichtige lichtemittierenden Vorrichtung ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt. Bezugnehmend auf Fig. 2 weist die
integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichtige
lichtemittierende Vorrichtung einen Hitzeabfuhrsitz 1,
eine Mehrzahl von lichtemittierenden Chips (Dies) 3,
und einen Leiterrahmen (lead frame) 5 auf.

[0022] Der Hitzeabfuhrsitz 1 weist eine Kammer 11
auf, die einen Aufnahmeraum hat, welcher in einem
zentralen Abschnitt der Oberseite des Hitzeabfuhrsit-
zes 1 ausgebildet ist. Eine Nut 111 ist um den Um-
fang des Bodens der Kammer 11 ausgebildet. Die
lichtemittierenden Chips 3 sind in der Nut 111 von-
einander beabstandet angeordnet und mittels Draht-
bodens elektrisch miteinander verbunden unter Ver-
wendung von Metalldrähten. Die Nut 111 wird in ei-
nem Fräsprozess ausgebildet.

[0023] Der Hitzeabfuhrsitz 1 weist eine Mehrzahl
von Hitzeabfuhrfinnen (beispielsweise Kühlrippen) 13
auf. Die Hitzeabfuhrfinnen 13 stehen von der äuße-
ren Seitenwand des Hitzeabfuhrsitzes 1 radial nach
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außen ab. Die Hitzeabfuhrfinnen 13 sind um den Um-
fang des Hitzeabfuhrsitzes 1 zueinander beabstan-
det angeordnet und jede der Seiten der Hitzeabfuhr-
finnen 13 sind so ausgebildet, dass sie eine gerippte
Form haben.

[0024] Die lichtemittierenden Chips 3 sind derart
voneinander beabstandet, dass keine Hitzeansamm-
lung zwischen den lichtemittierenden Chips 3 auftritt.
Die Hitze, die während der Lichtemission von den
lichtemittierenden Chips 3 erzeugt wird, wird über den
freien Raum zwischen den lichtemittierenden Chips 3
schnell an die Umgebung abgeführt.

[0025] Die Nut 111 hat 2 geneigte innere Seitenwän-
de 1111, die einander zugewandt sind, so dass Licht
aus der Kammer 11 mittels der beiden geneigten
inneren Seitenwände 1111 herausreflektiert werden
kann. Ein zwischen jeder der inneren Seitenwände
1111 und dem Boden der Kammer 11 eingeschlosse-
ner Winkel kann 10° bis 80° betragen. Bei der ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird die
Nut 111, die ringförmig ausgebildet ist, als ein Bei-
spiel verwendet, um die vorliegende Erfindung dar-
zustellen. Jedoch ist die Nut 111 der vorliegenden
Erfindung nicht auf irgendeine bestimmte Form be-
schränkt.

[0026] Zwei reflektierende Metallschichten können
entsprechend auf den beiden geneigten inneren Sei-
tenwänden 1111 ausgebildet sein, um den reflek-
tierenden Effekt zu erhöhen. Die reflektierenden
Schichten können aus Kupfer, Silber oder irgendwel-
chen anderen geeigneten Metallen gebildet sein.

[0027] Die Nut 111 kann ringförmig, quadratisch,
rechteckförmig oder dreieckförmig sein oder irgend-
welche anderen geeigneten Formen haben.

[0028] Fig. 3 ist eine Schnittdarstellung des Hitzeab-
fuhrsitzes 1 der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. Fig. 4 ist eine Schnittdarstellung
des Hitzeabfuhrsitzes 1 und des Leiterrahmens 5 der
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Bezugnehmend auf die Fig. 3 und Fig. 4 hat der Hit-
zeabfuhrsitz 1 ein durchgehendes Loch 15, das lon-
gitudinal darin ausgebildet ist. Das obere Ende und
das untere Ende des durchgehenden Lochs 15 sind
an dem Boden der Kammer 11 bzw. der Untersei-
te des Hitzeabfuhrsitzes 1 angeordnet. Ein Leiterrah-
men 5 ist in dem durchgehenden Loch 15 angeord-
net. Die Dichtung 6 wird dazu verwendet, den oberen
und den unteren Abschnitt des durchgehenden Lochs
15 vollständig abzudichten. Unter Verwendung der
Dichtung 6 kann der Leiterrahmen 5 in dem durchge-
henden Loch 15 festgelegt werden und Feuchtigkeit
und feine Partikel in der Luft werden daran gehindert,
in die Kammer 11 einzudringen. Die Dichtung 6 kann
eine Silikondichtung sein.

[0029] Der Leiterrahmen 5 weist zwei leitfähige Stä-
be 51 und eine Hülse 53 auf und die beiden leitfähi-
gen Stäbe 51 sind in der Hülse 53 derart angeordnet,
dass die beiden leitfähigen Stäbe 51 einander nicht
berühren. Die beiden Enden jedes der leitfähigen Stä-
be 51 stehen aus der Hülse 53 hervor. Die Hülse 53
kann aus Polyphthalamid (PPA), Polyamid 9 (PA9)
oder flüssigkristallinem Polyesterharz (LCP) gebildet
sein.

[0030] Die oberen Enden der beiden leitfähigen Stä-
be 51 sind mittels Drahtbondens unter Verwendung
von Metalldrähten elektrisch mit den lichtemittieren-
den Chips 3 verbunden. Die unteren Enden der bei-
den leitfähigen Stäbe 51 können elektrisch mit einem
negativen bzw. einem positiven Ende einer elektri-
schen Energiequelle verbunden sein. Die lichtemit-
tierenden Chips 3 können Licht emittieren, wenn die
elektrische Energiequelle angeschaltet wird. Die Me-
talldrähte sind vorzugsweise aus Gold gebildet.

[0031] Fig. 5 ist eine schematische Ansicht, die die
integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichtige
lichtemittierende Vorrichtung zeigt, die ferner eine
Leuchtstoffschicht und eine Silikonschutzschicht auf-
weist, gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. Bezugnehmend auf Fig. 5 kann
die integral ausgebildete hocheffiziente mehrschich-
tige lichtemittierende Vorrichtung der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ferner eine
Phosphorschicht 10 und eine Silikonschutzschicht 20
aufweisen. Die Phosphorschicht 10 und die Silikon-
schutzschicht 20 werden in der Nut 111 angeordnet
mittels eines Auffüllverfahrens oder eines Dispens-
verfahrens und sind sequenziell auf den lichtemittie-
renden Chips 3 ausgebildet. Die Leuchtstoffschicht
10, die die lichtemittierenden Chips 3 bedeckt, wird
zum Mischen von Licht verwendet, wenn das Licht,
das von den lichtemittierenden Chips 3 emittiert wird,
sie passiert, und die Silikonschutzschicht 20 wird da-
zu verwendet, Feuchtigkeit und feine Partikel in der
Luft daran zu hindern, in die Phosphorschicht 10 ein-
zudringen. Die Silikonschutzschicht 20 ist vorzugs-
weise aus Silikon mit einer hohen optischen Trans-
missivität gebildet.

[0032] Die Nut 111 ist sehr fein (beispielsweise sehr
dünn, schmal und/oder flach), so dass lediglich sehr
kleine Mengen an Leuchtstoff und Silikon zum Füllen
der Nut 111 und zum Abdecken der lichtemittierenden
Chips 3 benötigt werden, wodurch die Materialkosten
und die Herstellungskosten stark reduziert werden.

[0033] Die integral ausgebildete hocheffiziente
mehrschichtige lichtemittierende Vorrichtung der vor-
liegenden Erfindung kann ferner eine Linsenmaske
30 aufweisen, die auf der Kammer 11 angeordnet ist,
so dass die Kammer 11, die den Aufnahmeraum hat,
mittels der Linsenmaske 10 abgedichtet werden kann
und die Feuchtigkeit und die feinen Partikel in der Luft
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daran gehindert werden können, in die Kammer 11
einzudringen.

[0034] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichti-
ge lichtemittierende Vorrichtung gemäß einer zweiten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
Die integral ausgebildete hocheffiziente mehrschich-
tige lichtemittierende Vorrichtung gemäß der zweiten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die
gleiche wie die der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, außer dass der Hitzeabfuhrsitz
1 zwei benachbarte durchgehende Löcher 15 hat, die
longitudinal darin ausgebildet sind. Die zwei Leiter-
rahmen 5 sind entsprechend in den beiden durchge-
henden Löchern 15 angeordnet. Bei der zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist lediglich
ein leitfähiger Stab 51 in der Hülse 53 angeordnet,
wie in Fig. 6 gezeigt. (Beispielsweise kann für jeden
leitfähigen Stab 51 je eine Hülse 53 angeordnet sein,
in der der entsprechende Stab 51 angeordnet ist.)

[0035] Fig. 7 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichti-
ge lichtemittierende Vorrichtung gemäß einer dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
Fig. 8 ist eine Seitenansicht der Fig. 7. Bezugneh-
mend auf Fig. 7 hat der Hitzeabfuhrsitz 1 eine Plat-
tenform und der Hitzeabfuhrsitz 1 ist in einem zentra-
len Abschnitt dicker als in einem Randabschnitt aus-
gebildet. Eine Mehrzahl von Hitzeabfuhrfinnen (bei-
spielsweise Kühlrippen) 13 erstreckt sich von der
Unterseite des Hitzeabfuhrsitzes 1 nach unten. Die-
se Hitzeabfuhrfinnen 13 sind voneinander beabstan-
det und die Längen der Hitzeabfuhrfinnen 13 in dem
Randabschnitt sind länger als die Längen der Hitze-
abfuhrfinnen 13 in dem zentralen Abschnitt. Die äu-
ßeren Enden der Hitzeabfuhrfinnen 13 sind bündig
zueinander ausgebildet.

[0036] Zwei Seiten jeder der Hitzeabfuhrfinnen 13 in
dem Randabschnitt sind so ausgebildet, dass sie ei-
ne gerippte Form haben, um die Effizienz der Hitze-
abfuhr zu erhöhen.

[0037] Darüber hinaus ist der Hitzeabfuhrsitz 1 in
dem zentralen Abschnitt dicker als in dem Randab-
schnitt, so dass der zentrale Abschnitt des Hitzeab-
fuhrsitzes 1 eine starke strukturelle Stärke zum Be-
reitstellen der Kammer 11, des durchgehenden Lochs
15 und der Nut 111 hat. Die integral ausgebildete
hocheffiziente mehrschichtige lichtemittierende Vor-
richtung gemäß der dritten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist die gleiche wie die der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung au-
ßer den Hitzeabfuhrfinnen 13 (und beispielsweise der
geometrischen Form des Hitzeabfuhrsitzes).

[0038] Deshalb können, wie von der dritten Ausfüh-
rungsform ersichtlich, die Kammer 11, das durchge-

hende Loch 15 und die Nut 111 in verschiedenen Ty-
pen von Hitzeabfuhrsitzen 1 realisiert werden.

[0039] Fig. 9 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne integral ausgebildete hocheffiziente mehrschichti-
ge lichtemittierende Vorrichtung gemäß einer vierten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
Die integral ausgebildete hocheffiziente mehrschich-
tige lichtemittierende Vorrichtung gemäß der vierten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die
gleiche wie die der dritten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, außer dass bei der dritten Aus-
führungsform der Hitzeabfuhrsitz 1 zwei benachbarte
durchgehende Löcher 15 hat, die longitudinal darin
ausgebildet sind, und zwei Leiterrahmen 5 sind ent-
sprechend in den beiden durchgehenden Löchern 15
angeordnet und bei der vierten Ausführungsform ist
nur ein leitfähiger Stab 51 in der Hülse 53 angeordnet,
wie in Fig. 9 gezeigt. (Beispielsweise kann für jeden
leitfähigen Stab 51 je eine Hülse 53 angeordnet sein,
in der der entsprechende Stab 51 angeordnet ist.)

[0040] Bei der vorliegenden Erfindung ist die Nut
111 so fein, dass lediglich sehr kleine Mengen von
Leuchtstoff und Silikon benötigt werden, um die Nut
111 zu füllen und die lichtemittierenden Chips 3 zu be-
decken und dadurch können die Materialkosten und
die Herstellungskosten stark reduziert werden.

[0041] Darüber hinaus, wenn das gesamte Licht, das
von den lichtemittierenden Chips 3, die in der Nut
111 angeordnet sind, emittiert wird, von den beiden
geneigten inneren Seitenwänden 111 in im Wesent-
lichen den gleichen Winkel reflektiert wird, wird die
Gleichmäßigkeit der Lichtabgabe verbessert.

[0042] Obwohl die vorliegende Erfindung mit Bezug
auf die bevorzugten Ausführungsformen derselben
beschrieben wurde, ist es den Fachmännern auf die-
sem Gebiet offensichtlich, dass eine Mehrzahl von
Modifikationen und Änderungen vorgenommen wer-
den können, ohne dass von dem Umfang der vor-
liegenden Erfindung, welche beabsichtigt ist mittels
der angehängten Ansprüche definiert zu sein, abge-
wichen wird.

Schutzansprüche

1.    Integral ausgebildete hocheffiziente mehr-
schichtige lichtemittierende Vorrichtung, aufweisend:
einen Hitzeabfuhrsitz (1), der eine Kammer (11), die
einen Aufnahmeraum hat und die an einer Obersei-
te des Hitzeabfuhrsitzes (1) ausgebildet ist, und eine
Nut (111) aufweist, die in einem Boden der Kammer
(11) ausgebildet ist und die zwei geneigte innere Sei-
tenwände (1111) aufweist, so dass Licht mittels der
zwei geneigten inneren Seitenwände (1111) aus der
Kammer (11) heraus reflektiert wird, wobei der Hit-
zeabfuhrsitz (1) mindestens ein durchgehendes Loch
(15) hat, das longitudinal darin ausgebildet ist;
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eine Mehrzahl von lichtemittierenden Chips (3), die in
der Nut (11) angeordnet sind, wobei die lichtemittie-
renden Chips (3) voneinander beabstandet angeord-
net sind und die lichtemittierenden Chips (3) mittels
Drahtbondens unter Verwendung von Metalldrähten
elektrisch miteinander verbunden sind; und
einen Leiterrahmen (5), der in dem mindestens ei-
nen durchgehenden Loch (15) angeordnet ist, wobei
ein oberer und ein unterer Abschnitt des mindestens
einen durchgehenden Lochs (15) mittels einer Dich-
tung (6) so abgedichtet sind, dass der Leiterrahmen
(5) in dem mindestens einen durchgehenden Loch
(15) festgelegt ist,
wobei der Leiterrahmen (5) zwei leitfähige Stäbe (51)
und eine Hülse (53) aufweist, die beiden leitfähigen
Stäbe (51) in der Hülse (53) angeordnet sind, die bei-
den Enden der leitfähigen Stäbe (51) jeweils aus der
Hülse (53) hervorstehen und die beiden leitfähigen
Stäbe (51) elektrisch mit den lichtemittierenden Chips
(3) mittels Drahtbondens unter Verwendung von Me-
talldrähten verbunden sind.

2.  Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Nut (111) in einem Fräsprozess ausgebildet
wird.

3.    Lichtemittierende Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, wobei die Nut (111) ringförmig,
quadratisch, rechteförmig oder dreieckförmig ausge-
bildet ist.

4.    Lichtemittierende Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei ein Winkel, der zwischen
den geneigten inneren Seitenwänden (1111) und dem
Boden der Kammer (11) eingeschlossen ist, zwi-
schen 10° und 80° beträgt.

5.    Lichtemittierende Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei die Metalldrähte aus Gold
gebildet sind.

6.    Lichtemittierende Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei die Dichtung (6) eine Sili-
kondichtung ist.

7.    Lichtemittierende Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, ferner aufweisend eine Phosphor-
schicht (10) und eine Silikonschutzschicht (20), wo-
bei die Phosphorschicht (10) und die Silikonschutz-
schicht (20) in der Nut (111) angeordnet sind und se-
quenziell auf den lichtemittierenden Chips (3) ausge-
bildet sind.

8.  Lichtemittierende Vorrichtung gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 7, ferner aufweisend eine Linsen-
maske (30), die auf der Kammer (11) so angeordnet
ist, dass die Kammer (11), die einen Aufnahmeraum
hat, mittels der Linsenmaske (30) abgedichtet ist.

9.    Lichtemittierende Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, wobei die Hülse (53) aus Poly-
phtalamid, Polyamid 9T oder flüssigkristallinem Poly-
esterharz gebildet ist.

10.   Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch
1, wobei zwei reflektierende Metallschichten entspre-
chend auf den beiden geneigten inneren Seitenwän-
den (1111) ausgebildet sind und die reflektierenden
Metallschichten aus Kupfer oder Silber gebildet sind.

11.    Integral ausgebildete hocheffiziente mehr-
schichtige lichtemittierende Vorrichtung, aufweisend:
einen Hitzeabfuhrsitz (1) mit einer Plattenform, auf-
weisend eine Kammer (11), die einen Aufnahmeraum
hat, wobei die Kammer an einer Oberseite des Hit-
zeabfuhrsitzes (1) ausgebildet ist, eine Nut (111) um
einen Boden der Kammer (11) herum ausgebildet
ist, die Nut (111) zwei geneigte innere Seitenwände
(1111) hat, so dass Licht mittels der geneigten inne-
ren Seitenwände (1111) aus der Kammer (11) heraus
reflektiert wird, und wobei der Hitzeabfuhrsitz (1) min-
destens ein durchgehendes Loch (15) hat, das longi-
tudinal darin ausgebildet ist;
eine Mehrzahl von lichtemittierenden Chips (3), die in
der Nut (111) angeordnet sind, wobei die lichtemittie-
renden Chips (3) voneinander beabstandet angeord-
net sind, und die lichtemittierende Chips (3) mittels
Drahtbondens unter Verwendung von Metalldrähten
elektrisch miteinander verbunden sind; und
einen Leiterrahmen (5), der in dem mindestens ei-
nen durchgehenden Loch (15) angeordnet ist, wo-
bei ein oberer und ein unterer Abschnitt des mindes-
tens einen durchgehenden Lochs (15) mittels einer
Dichtung (6) derart abgedichtet sind, dass der Leiter-
rahmen (5) in dem mindestens einen durchgehenden
Loch (15) festgelegt ist, wobei der Leiterrahmen (5)
zwei leitfähige Stäbe (51) und eine Hülse (53) auf-
weist, die beiden leitfähigen Stäbe (51) in der Hülse
(53) angeordnet sind, die beiden Enden jedes leitfähi-
gen Stabes (51) aus der Hülse (53) hervorstehen und
wobei die beiden leitfähigen Stäbe (51) mit den lich-
temittierenden Chips (3) mittels Drahtbondens unter
Verwendung von Metalldrähten elektrisch verbunden
sind.

12.  Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch
11, wobei ein zentraler Abschnitt des Hitzeabfuhrsit-
zes (1) dicker ist als ein Randabschnitt des Hitzeab-
fuhrsites (1) und eine Mehrzahl von Hitzeabfuhrfin-
nen (13) sich von einer Unterseite des Hitzeabfuhr-
sitzes (1) nach unten erstrecken und die Hitzeabfuhr-
finnen (13) voneinander beabstandet sind und Län-
gen der Hitzeabfuhrfinnen (13) in dem Randabschnitt
größer sind als Längen der Hitzeabfuhrfinnen (13) in
dem zentralen Abschnitt.
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13.  Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch
12, wobei zwei Seiten jeder Hitzeabfuhrfinne (13) ei-
ne gerippte Form haben.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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